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近年、Micro-Electro-Mechanical-Systems(MEMS)技術を用いた圧電型デバイスが広く研究開発さ

れており、Pb(Zr,Ti)O3 (PZT)薄膜は、その優れた圧電特性からセンサやアクチュエータ用の素子と

してよく利用されている[1]。通常、MEMS では PZT 薄膜を Si 基板上に成膜し加工することでデ

バイスを作製するが、アプリケーションによっては Siの脆性は好ましくない場合があるため、他

の材料と圧電材料との集積化が近年行われている[2]。我々はMEMS構造体としてよく利用される

感光性エポキシ樹脂である SU-8 と PZT 薄膜を用いて、変形や衝撃に強く丈夫な積層構造体をバ

ッチ適合工程で作製することに成功しており(図 1)、触覚デバイスへの応用が可能であることを示

している[3]。一方、このような樹脂と PZT 薄膜の積層構造体では、基板拘束の影響がなくなるた

め、非常に優れた強誘電特性が得られることが報告されている[4]。ところが、我々の先行研究に

おいてはこのような基板拘束の開放による強誘電特性の向上はわずかであった(図 2)。本研究にお

いては、基板拘束の影響について複数の基板の組み合わせについて評価を行い、また、触覚デバ

イスへの応用検討を行ったので報告する。 
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図 1 圧電型触覚デバイス外観 図 2 P-Eヒステリシスループ 
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